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Procedimiento para soldar un conductor metálico de cone 

xión a un cuerpo semiconductor.

La invención se refiere a un procedimiento 

para soldar un conductor metálico de conexión a un 

cuerpo semiconductor mediante soldadura blanda, en el 

que antes de la soldadura de estas dos partes se apli 

5. ca soldadura líquida sobre el conductor de conexión
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por el procedimiento de torrente.

Se conocen procedimientos de esta clase. Con 

ayuda del procedimiento de torrente pueden en estos do 

tarse de un recubrimiento de soldadura zonas superfi­

ciales de cualquier forma de los conductores de cone­

xión metálicos. Pero al aplicarse este recubrimiento 

de soldadura no se puede bajar de una cierta cantidad 

de soldadura mínima, que viene dada por el tamaKo y la 

geometría de la superficie de contacto a* recubrir del 

conductor de conexión, ni aún con los más favorables 

parámetros (temperatura y velocidad) del torrente de 

soldadura. Como consecuencia de esta manifestación 

aparecen gruesos cordones al soldar con el cuerpo sem.i 

conductor. Además, al unir por soluadura, la soldadu­

ra se exprime saliendo frecuentemente de los bordea de 

las caras de contacto a soldar entre sí, produciéndo­

se cortocircuitos de soldadura o impedimentos en el si­

guiente tratamiento con ácido.

La invención se fundamenta en él cometido de 

eliminar estas desventajas en un procedimiento de la 

clase mencionada al principio.

Según la invención este cometido se soluciona 

debido a que la cara de contacto del conductor de cono 

xión a soldar con el cuerpo semiconductor se desarrolla 

como cara frontal de un saliente en forma de apéndice, 

y porque al aplicar el recubrimiento de soldadura la 

soldadura líquida se aplica también sobre los flanoos 

laterales del saliente en forma de apéndice. Mediante 

esto se consigue que la tensión superficial de la sol­

dadura aplicada en total sobre la cara de contacto solo
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deja que se produzca una fina capa de.soldadura: al for 

marse la superficie mínima de soldadura líquida.la ma­

yor parte de la soldadura aplicada se desvía hacia los 

flancos laterales del saliente en forma de apéndice, de 

5. forma que al unir por soldadura con cuerpo semiconduc­

tor se logra una delgada junta de soldadura.

El saliente en forma de apéndice se desarro- 

. lia ventajosamente de manera que su cara frontal que 

sirve como cara de contacto es una cara plana, y que 

10. sus flancos laterales forman un ángulo obtuso con esta 

cara frontal plana.

La invención se aclara con detalle a base del

dibujo.

Las figuras 1 y 2 muestran representaciones 

15. esquemáticas del dispositivo¡para aplicar la soldadura 

líquida. . .

Las figuras 3 y 4 muestran^ en sección axial 

conductores de conexión de ejecución conocida con recu 

brimiento de soldadura aplicado, que sirven para soldar 

20. a un cuerpo semiconductor.

Las figuras 5 y 6 muestran en sección axial 

conductores de conexión según la.invención con recubrí 

miento de soldadura aplicado, que sirven para soldar a 

. un cuerpo semiconductor.

25. La figura 7, muestra un.elemento semiconduc­

tor de ejecución conocida en sección axial.

La figura 8, muestra mi elemento semiconduc­

tor según la invención en sección axial.

Las figuras 1 y. 2, muestran .esquemáticamente 

30. .dispositivos para aplicar soldadura blanda en forma lí



quida . La soldadla blanda puede constar de una alea 

ción de plomo y estaño. El principio del procedimien­

to es en ambos casos el mismo: en un espacio cerrado 

hacia fuera, llenado con gas protector reductor, cuya 

delimitación está indicada simbólicamente en 10, se pro 

duce un torrente de soldadura que puede consistir por 

ejemplo en un chorro de soldadura dirigido 11,, el cual 

sale de una boquilla y puede estar conducido en un ca­

nal 13. El conductor de conexión a recubrir con sóida 

dura, que puede estay desarrollado como alambre de co­

bre 14 o como platillo metálico elevado en.él centro 

14' (figuras 4 y 6), se pone en contacto con el torren 

te de soldadura y se dota en esto de un recubrimiento 

de soldadura 16 y 16' en su cara frontal 15 y 15' res­

pectivamente.

Las figuras 3 y 4, muestran un semejante recu 

brímiento de soldadura sobre un conocido conductor de 

conexión 14 y 14', que sirve para soldar a un cuerpo 

semiconductor, cuya cara de contacto 15 y 15' es plana 

y llega hasta la superficie lateral de la cabeza de for 

ma cilindrica 14a del conductor de conexión 14, o bien 

hasta la superficie lateral de la elevación central 14a 

del conductor de conexión 14'.

El espesor del recubrimiento de soldadnra de 

forma de media lenteja 16 y 16' puede variarse dentro 

de ciertos limites y concretamente de modo conocido m<3 

diante variación de la temperatura y de la velocidad 

del torrente de soldadura. Pero para muchos casos de 

utilización el recubrimiento de soldadura aplicado con 

ayuda del baño por torrente es a pesar.'de todo deBiasia
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do grueso todavía. Por esto motivo los conductores de 

conexión 14- y 14' representados en las figuras 5 y 6 

presentan en cada caso un saliente en forma de apéndi­

ce 14b y 14b' respectivamente. La cara de contacto del 

5. conductor de conexión 14 y 14' se forma en esto por la 

cara frontal 15a y 15a' del saliente en forma de apén­

dice 14b y 14b' respectivamente. El saliente 14b y 14b' 

está desarrollado esencialmente como tronco de cono.

Los flancos laterales 15b y 15b' del saliente en for- 

10. ma de apéndice 14b y 14b' forman en esto un ángulo ob­

tuso con la cara frontal plana 15a y 15a'.

Al aplicar la soldadura líquida sobre el con 

ductor de conexión dotado del saliente en forma de apén 

dice so sumerge éste en el torrente de soldadura hasta 

15. que hacen contacto con la soldadura líquida tanto la 

cara de contacto 15a y 15a' como también los flancos 

laterales; l$b y 15b' del saliente en forma de apéndice 

(figura 2). La tensión superficial de la soldadura 

aplicada en total sobre el conductor de conexión 14 y 

20. 14' solo deja producirse una delgada capa de soldadura

16a y 16a' sobre la cara ue contacto 15a y 15a'. La 

mayor parte de la soldadura aplicada 16b y 16b' se que 

da sobre los flancos laterales 15b y 15b' del salien- 

te de forma de apéndice.

25. ' En las figuras 7 y.3 están representados elj3

mentes semiconductores con dos conductores de conexión 

en cada caso, de los cuales uno está desarrollado como 

alambre con cabeza 14 y ol otro como platillo metálico 

elevado en el centro 14'. La figura 7, muestra una e j_e 

30. . oución conocida, la figura 8 muestra la ejecución según
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la Invención. Al unir por soldadura estos elementos 

semiconductores se ensambla por montaje el cuerpo ae-
¡

miconductor 17 con su conductor de conexión 14.y 14' y , 

luego se suelda con éste en una única pasada abierta.

5. En la ejecución conocida de la figur-a 7 pueden en esto 

aparecer fácilmente cortocircuitos de soldadura, mien­

tras que esto no ocurre en la ejecución según la in­

vención de la figura 8. La formación soldada 14, 17,

14' se circunda a continuación por inyección con una 

10. masa de resina sintética 18.

N O T A

Descrita suficientemente la naturaleza del in 

vento, así como la manera de realizarlo en la práctica,

debe\haoerse constar que las disposiciones anteriormen- 

15. te indicadas son susceptibles de modificaciones de deta­

lle en cuanto no alteren 3u principio fundamental. Tam 

bien se hace constar que el invento, corresponde a una 

solicitud de patente presentada en Alemania con fecha 5' 

de Mayo de 1.971, bajo el número P 21 22 104.5, acogíón 

20. dose por tanto a los beneficios que conceden los Conve­

nios Int racionales en vigor, siendo lo que constitu­

ye la esencia del referido invento y por lo que se solí 

cita Patente de Invención por 20 ahos en España sobre: 

PROCEDIMIENTO PARA SOLDAR UN CONDUCTOR METALICO DE'C0NE 

25. XION A UN CUERPO SEMICONDUCTOR; caracterizándose por lo 

siguiente:

13.- Procedimiento para soldar un conductor 

metálico de conexión a un cuerpo semiconductor, median­

te soldadura blanda, en el que antes de unir por solda- 

30. dura estas dos partes se aplica soldadura líquida sobre



el conductor de conexión por el procedimiento de to­

rrente, caracterizado porque la cara de contacto del . 

conductor de conexión a soldar con el cuerpo semioon- < 

ductor se desarrolla como cara frontal de un saliente 

5. en forma de apéndice, y porque al aplicar el recubri­

miento de soldadura se aplica la soldadura líquida tam 

bien sobre los flancos laterales del saliente en for­

ma de apéndice.

2B.- Procedimiento, según la reivindicación 

10. 1, caracterizado porque el saliente de forma de apén­

dice se desarrolla de manera que su cara frontal que 

sirve como cara de contacto es una cara plana, y por­

que sus flancos laterales forman un ángulo obtuso con 

esta)* cara- frontal plana. '

15. 33.- Procedimiento para soldar un conductor
!

metálico de conexión a un cuerpo semiconductor; tal y 

como queda sustan'cialmente descrito en. la presente Me­

moria y en los adjuntos dibujos.

. Esta Memoria, consta de siete hojas, escri- 

20. tas a máquina por una sola cara.

Madrid, 2 4 ABR. 1972

ROBERT BOSCH G M BH.,



ROBERT BOSCH GMBH 2 HOJAS-hoja 1

E S C A L A

24 MR,

^ BQMEZ ACEBO
r- - ¡C B-íSEhw

972

y MQOEI



ROBERT BGSCH.GMBH y 2 HOJAS-hoja 2


	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



